
為促進產業轉型升級與強化國際競爭力，115年度產業升級創新平台主題式研

發計畫，規劃辦理「製造業AI升級擴散與機器人關鍵感知模組整合研發計畫」政策

補助，以既有系統結合AI應用為推動核心，將人工智慧模組導入既有資訊系統架

構，並透過系統整合服務，加速智慧製造之落地應用與擴散。同時，聚焦機器人關

鍵感知技術之模組化與系統化發展，強化多感測整合能力，串聯產業鏈上中下游業

者，推動應用場域驗證與技術商品化，提升我國產業整體智慧化水準。 

為協助業者瞭解本計畫之推動方向、申請作業流程及補助重點，特辦理計畫說

明會與媒合會，針對開發技術及重點應用進行說明。敬邀相關業者踴躍參與，共同

推動產業升級與創新發展。 

※主辦單位具參與人員資格篩選權利，請以最終開會通知為準! 

活動聯繫人：電電公會：張先生 02-87926666#490 ； yucheng5013@teema.org.tw 

 

 

 

第一場：新竹場 

      時 間：5月20日(星期三) 上午10:00 — 15:00 

      地 點：集思竹科會議中心-巴哈廳 

                 (新竹市工業東二路1號4樓) 

第二場：台北場 

      時 間：5月27日(星期三) 上午10:00 — 15:00 

      地 點：電電公會-702會議室 

                 (台北市民權東路六段109號7樓) 

時間 議程 講者 

09:40-10:00 迎賓報到  

10:00-10:15 製造業 AI 升級計畫推動說明 資策會計畫辦公室 

10:15-11:30 Edge AI 解決方案商分享 
5/20：艾創點、先知科技、佐臻 

5/27：新漢、國眾、摩絡AI 

11:30-12:00 Q&A時間 

12:00-13:30 中午休息時間 

13:30~13:40 開場致詞 電電公會/資策會 

13:40~14:00 產業升級創新平台輔導計畫機制說明 產創計畫辦公室 

14:00~14:30 

115主題式補助計畫介紹： 

l製造業AI升級擴散研發計畫  

l機器人關鍵感知模組整合研發計畫  

電子資訊智慧製造服務系統推動辦

公室 

14:30~15:00 Q&A時間  

請掃描或點擊進

入報名頁面!! 

活動報名頁面： 

https://www.surveycake.com/s/YVmMo

